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(54) VERFAHREN ZUR POSITIONIERUNG ZUMINDEST EINER ELEKTRONISCHEN KOMPONENTE AUF EINER

o
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LEITERPLATTE

Ein Verfahren zur Positionierung zumindest einer
elektronischen Komponente (3) auf einer Leiterplatte
(1) zum Einbau in einen Fahrzeugscheinwerfer, bei
welchem die Positionierung der zumindest einen
elektronischen Komponente (3) relativ zu zumindest
einer Positionsmarke auf der Leiterplatte (1) erfolgt,
wobei die zumindest eine Positionsmarke optisch
erfasst wird, ist dadurch gekennzeichnet, dass als die

zumindest eine Positionsmarke ein fir das
Zusammenwirken mit mechanischen
Positionierungsmitteln (9, 15)flr die Leiterplatte (1)
am Fahrzeugscheinwerfer vorgesehener
Randabschnitt (6, 7, 8, 8, 8") der Leiterplatte

herangezogen wird.
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ZUSAMMENFASSUNG

Ein Verfahren zur Positionierung zumindest einer elektronischen Komponente (3) auf einer
Leiterplatte (1) zum Einbau in einen Fahrzeugscheinwerfer, bei welchem die Positionierung
der zumindest einen elektronischen Komponente (3) relativ zu zumindest einer Positions-
marke auf der Leiterplatte (1) erfolgt, wobei die zumindest eine Positionsmarke optisch er-
fasst wird, ist dadurch gekennzeichnet, dass als die zumindest eine Positionsmarke ein fiir
das Zusammenwirken mit mechanischen Positionierungsmitteln (9, 15)ftir die Leiterplatte
(1) am Fahrzeugscheinwerfer vorgesehener Randabschnitt (6, 7, 8, 8, 8”) der Leiterplatte

herangezogen wird.

Fig. 1
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VERFAHREN ZUR POSITIONIERUNG ZUMINDEST EINER ELEKTRONISCHEN KOMPONENTE AUF

EINER LEITERPLATTE

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Positionierung zumindest einer elektronischen
Komponente auf einer Leiterplatte zum Einbau in einen Fahrzeugscheinwerfer, bei welchem
die Positionierung der zumindest einen elektronischen Komponente relativ zu zumindest
einer Positionsmarke auf der Leiterplatte erfolgt, wobei die zumindest eine Positionsmarke

optisch erfasst wird, sowie eine nach einem solchen Verfahren hergestellte Leiterplatte.

Fahrzeugscheinwerfer umfassen im zunehmenden Mafie die elektronische und insbesondere
Halbleiterbauelemente, wobei vor allem die LED-Technik, bei der lichtemittierende Dioden
(LED) als Lichtquelle fuir den Scheinwerfer Verwendung finden, in groSem Umfang einge-
setzt wird. LEDs weisen eine hohe Lichtausbeute auf und zeichnen sich durch einen gerin-
gen Platzbedarf gegentiber herkdmmlichen Lichtquellen wie Halogenlampen aus. Die LEDs
sind in aller Regel auf Leiterplatten bzw. Platinen, die auch entsprechende Leiterziige zur
Stromversorgung der LEDs aufweisen, festgelegt und werden mit im Leiterplattenbau be-

kannten Besttickungsverfahren auf den Leiterplatten festgelegt.

Bei der Verwendung von LEDs als Lichtquellen fiir Fahrzeugscheinwerfer sind tiberaus ge-
ringe Toleranzen hinsichtlich der Positionierung der LEDs beztiglich den LEDs zugeordne-
ten optischen Bauteilen wie Reflektoren und/oder Linsen einzuhalten, da der Gesetzgeber
fur die tiberaus leuchtstarken LEDs genaue Vorgaben hinsichtlich des erzielten Lichtbilds
vorschreibt, um eine Blendung des Gegenverkehrs beim Betrieb des Fahrzeugscheinwerfers
zu vermeiden. Im Stand der Technik ist es daher aufgrund der Fertigungsungenauigkeiten,
die in der herkémmlichen Leiterplattenbautechnik regelméfiig auftreten, notwendig, Bautei-
le wie Reflektoren und/oder Linsen je nach der tatsdchlichen Position der LEDs bzw. der
Lichtquellen auf der Leiterplatte bzw. Platine einzustellen. Die Toleranzen, die beim Bestii-
cken von LEDs und &hnlichen Lichtquellen wie beispielsweise Laserdioden, auftreten, fiih-
ren daher beim Scheinwerferhersteller zu der Notwendigkeit, die erforderliche relative Posi-
tion von Reflektoren und/oder Linsen, empirisch zu bestimmen und die optischen Elemente
dieser bestimmten Position festzulegen. Wihrend die Herstellung von Leiterplatten ein
weitgehend automatisierter Prozess ist und daher schnell und in hoher Stiickzahl und somit

tiberaus kostengtinstig erfolgen kann, bedeutet die Einstellung eines Scheinwerfers hinsicht-

2/15



P14156

-2

lich der relativen Position von Lichtquellen und optischen Elementen wie Reflektoren
und/oder Linsen einen hohen Arbeitsaufwand, der dem Erfordernis einer effizienten und

kostengtinstigen Scheinwerferproduktion entgegensteht.

Eine bedeutende Ursache ftir die relative Ungenauigkeit der Positionierung von Lichtquellen
auf einer Leiterplatte oder Platine zur Verwendung in einem Fahrzeugscheinwerfer beruht
vor allem darauf, dass auch bei tiberaus genauer Fertigung der Platine hinsichtlich der Lei-
terziige und der Position der Lichtquellen, die Anfertigung von Befestigungsméoglichkeiten
fur die Leiterplatte am Fahrzeugscheinwerfer, in aller Regel Randabschnitte der Leiterplatte
wie Rander, Kerben und/oder Bohrungen nicht mit derselben Prézision durchfiihrbar ist
wie die Anfertigung von Leiterztigen und Kontaktpads fiir Lichtquellen wie LEDs oder La-
serdioden. Bei herkémmlichen Referenziermoglichkeiten fiir Lichtquellen und Befesti-
gungsmoglichkeiten, die sich an Positionsmarken orientieren, die dhnlich wie die Leiterziige
auf eine Leiterplatte aufgebracht oder die auf eine Leiterplatte aufgeitzt oder aufgedruckt
werden, pflanzen sich Fehler beim Setzen der Befestigungsmoglichkeiten einerseits und bei
der Montage der Lichtquellen andererseits fort. Solche Referenziermoglichkeiten kénnen
daher nicht zu den gewtinschten prazisen Ergebnissen fiihren, da aufgrund der besagten
Ungenauigkeit der Position der Befestigungsstrukturen der Leiterplatte eine intrinsische
Ungenauigkeit beim Festlegen am Fahrzeugscheinwerfer resultiert, die wiederum dazu
fuhrt, dass optische Elemente wie Reflektoren und/oder Linsen nachtréglich zur Erzielung

des gewtinschten Lichtbilds eingestellt werden miissen.

Die Erfindung zielt daher darauf ab, die geschilderten Unzuldnglichkeiten zu eliminieren
und ein Verfahren der eingangs genannten Art dahingehend zu verbessern, dass ein nach-
tragliches Positionieren bzw. Einrichten von optischen Elementen wie Reflektoren und/oder
Linsen nach dem Bestticken und Festlegen einer Leiterplatte in einem Fahrzeugscheinwerfer
entfallen kann, sodass eine moglichst vollstindig automatisierte Produktion von Fahrzeug-

scheinwerfern moglich wird.

Zur Losung dieser Aufgabe ist ein Verfahren gemifs der eingangs genannten Art erfin-
dungsgeméfs dahingehend weitergebildet, dass als die zumindest eine Positionsmarke ein
fur das Zusammenwirken mit mechanischen Positionierungsmitteln fiir die Leiterplatte am
Fahrzeugscheinwerfer vorgesehener Randabschnitt der Leiterplatte herangezogen wird. Wie

bereits erwédhnt, dienen insbesondere Randabschnitte der Leiterplatte der mechanischen Po-
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sitionierung bzw. Festlegung der Leiterplatte am Fahrzeugscheinwerfer, wobei derartige
mechanische Positionierungsmittel von Zapfen, Anschligen und Ahnlichem gebildet sein
konnen, die auf entsprechenden Bauteilen eines Fahrzeugscheinwerfers vorgesehen sind, um
mit entsprechend geformten Randabschnitten der Leiterplatte zur Definition einer Orientie-
rung und Position der Leiterplatte am bzw. im Fahrzeugscheinwerfer zusammenzuwirken.
Wenn nun erfindungsgemaf ein solcher fiir das Zusammenwirken mit mechanischen Positi-
onierungsmitteln vorgesehener Randabschnitt der Leiterplatte als Positionsmarke herange-
zogen wird, die erfasst wird, um die Positionierung einer elektronischen Komponente relativ
zu dieser Positionsmarke zu bewerkstelligen, so wird in der Produktion des Fahrzeug-
scheinwerfers eine wesentliche Quelle fiir Ungenauigkeiten ausgeschaltet, da die zumindest
eine elektronische Komponente, beispielsweise eine LED (light-emitting diode)zu einem
Randabschnitt referenziert wird, der in der Einbausituation der Leiterplatte, die diese elekt-
ronische Komponente tragt, die tatsdchliche Position im Fahrzeugscheinwerfer und damit
relativ zu weiteren optischen Elementen wie Reflektoren und/oder Linsen bestimmt, die fiir
das resultierende Lichtbild des Fahrzeugscheinwerfers mit der elektronischen Komponente
zusammenwirken,. Insgesamt wird durch die Anwendung des erfindungsgeméfien Verfah-
rens eine mogliche Fehlerquelle hinsichtlich der Positionierung von elektronischen Kompo-
nenten ausgeschaltet, sodass insgesamt eine hohere Prézision erreicht wird, und insbesonde-
re der Aufwand zur nachtraglichen Ausrichtung von optischen Bauelementen vermieden

werden kann.

Zur konsequenten Umsetzung einer automatisierten Herstellung der erfindungsgemaéfien
Leiterplatte kann das erfindungsgeméfie Verfahren bevorzugt dadurch gekennzeichnet sein,
dass der zumindest eine Randabschnitt von einer ersten Seite der Leiterplatte insbesondere
mit einer Kamera optisch erfasst wird und anhand von Positionsdaten des zumindest einen
Randabschnitts ein Datensatz mit einer Bestlickungsposition fiir die zumindest eine Kompo-
nente erstellt und einer Bestiickungsmaschine fiir elektronische Komponenten zur Verfii-
gung gestellt wird. Solche Kamera gestiitzte Verfahren zur Erfassung von sichtbaren Struk-
turen sind im Stand der Technik bekannt und kénnen ohne Weiteres auch auf Randabschnit-
te wie Locher, Langlocher, Kanten, Rander und Kerben einer Leiterplatte angewendet wer-
den, wobei die heutzutage tibliche digitale Bilderfassung die Moglichkeit bietet, vollstaindig
automatisiert Datensitze mit einer Bestiickungsposition fuir die zumindest eine Komponente

zu erstellen.
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Um die optische Erfassung des Randabschnitts der Leiterplatte und insbesondere die opti-
sche Erfassung mit einer Kamera zu verbessern, ist das erfindungsgeméfse Verfahren bevor-
zugt dahingehend weitergebildet, dass die Leiterplatte von einer zweiten, der ersten Seite
gegentiiberliegenden Seite beleuchtet wird. Das Beleuchten der Leiterplatte von der zweiten
Seite, die der ersten Seite von der aus die Leiterplatte mit einer Kamera optisch erfasst wer-
den kann, gegentiberliegt, fiihrt zu einer deutlichen Erh6hung des Kontrasts an Randberei-
chen der Leiterplatte, so dass Randabschnitte und somit auch Randabschnitte, die ftir das
Zusammenwirken mit mechanischen Positionierungsmitteln fiir die Leiterplatte am Fahr-

zeugscheinwerfer vorgesehen sind, deutlich besser erkannt werden kénnen.

In aller Regel werden Leiterplatten zur Erzeugung von Réndern und Kanten und somit auch
zur Brzeugung von Randabschnitten fiir das Zusammenwirken mit mechanischen Positio-
nierungsmitteln durch Schneiden, Frasen, Stanzen und/oder Bohren hergestellt, wodurch
solche Randabschnitte genau betrachtet, keineswegs nahezu ideale glatte Kanten und eben-
méflige Oberfldchen, sondern im Gegenteil oft grofle Unregelmifiigkeiten aufweisen. Da
jedoch letzten Endes eben dieser unregelméfiige Verlauf des Randabschnitts fiir die tatséch-
liche Position der Leiterplatte im Fahrzeugscheinwerfer relevant ist, muss dieser zur Erzie-
lung hochstmoglicher Prazision bei der Positionierung der elektronischen Komponenten
gemdfs dem erfindungsgemifien Verfahren moglichst prézise optisch erfasst werden. Das
erfindungsgemifie Verfahren ist daher bevorzugt dahingehend weitergebildet, dass das Be-
leuchten mit parallel gerichtetem Licht erfolgt. Das Beleuchten mit parallel gerichtetem Licht
von der zweiten Seite und das Erfassen des parallel gerichteten Lichts am Randabschnitt,
insbesondere durch eine Kamera, bildet aufgrund des Fehlens von divergenten Lichtantei-
len, die tatsdchlich zur Wirkung gelangende Kante des Randabschnitts mit grofitmoglicher
Prézision ab, so dass eine tiberaus genaue Referenzierung der elektronischen Komponente in
Bezug auf den tatséchlich beim Positionieren wirksamen Randabschnitt erfolgen kann. Zu-
dem ist das erfindungsgemifie Verfahren unabhéngig von etwaigen Unebenheiten der Ober-
flache der ersten Seite der Leiterplatte, wahrend bei der Positionsbestimmung mit mikrosko-
pischen Methoden aufgrund von auslaufenden Schichten von Metall und Lack im Randbe-
reich der Platine die relevante Fokussierebene nicht immer zweifelsfrei bestimmt werden

kann.

Fiir eine weitere verbesserte Positionierung der zumindest einen elektronischen Komponen-

te auf die Leiterplatte wird bevorzugt dergestalt vorgegangen, dass eine Mehrzahl von Posi-
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tionsmarken einer Leiterplatte erfasst wird. Dem Fachmann wird in diesem Zusammenhang
klar sein, dass der Grad der Bestimmung der Positionierung der zumindest einen elektroni-
schen Komponente mit der Anzahl von erfasstenPositionsmarken zunimmt, obwohl es unter
Umstdnden durchaus denkbar ist, auch nur eine Positionsmarke zu erfassen und zur Positi-

onierung einer elektronischen Komponente auf einer Leiterplatte heranzuziehen.

Das erfindungsgemdifse Verfahren wird bevorzugt dergestalt durchgefiihrt, dass mehrere
Leiterplatten auf einem gemeinsamen Nutzen hergestellt werden und das Erfassen der zu-
mindest einen Positionsmarke erfolgt, wenn die Leiterplatten noch nicht voneinander ge-
trennt sind, was die Umsetzung des erfindungsgeméfien Verfahrens im Rahmen von auf
dem Gebiet der Leiterplattentechnik géngigen Produktionsmethoden entspricht. Es ist nam-
lich in der Leiterplattentechnik tiblich, eine Vielzahl von Leiterplatten bzw. Platinen, d.h.
von funktionellen Einheiten, die am Ende des Produktionsprozesses als Leiterplatte bzw.
Platine angesprochen werden, auf einer gemeinsamen Platte herzustellen. Eine solche Platte,
bei der eine Mehrzahl von funktionellen Einheiten miteinander verbunden sind und erst
durch spétere Bearbeitungsschritte wie Schneiden, Frasen oder Stanzen aufgeteilt werden,
wird vom Fachmann auf dem betreffenden Gebiet als Nutzen bezeichnet, wobei ein Nutzen
nach Herstellung der verschiedenen Leiterztige und Positionieren bzw. Aufbringen der
elektronischen Komponenten, erfindungsgemafs unter Erfassung von fiir das Zusammen-
wirken mit mechanischen Positionierungsmitteln vorgesehenen Randabschnitten zerschnit-
ten bzw. zerteilt wird, um die funktionellen Einheiten, d.h. die Leiterplatten bzw. Platinen zu
erhalten. Das erfindungsgemifie Verfahren gestattet es, eine genaue Positionierung der
elektronischen Komponenten bereits vorzunehmen, wenn die Leiterplatten noch zu einem
gemeinsamen Nutzen zusammengefasst sind, so dass das erfindungsgeméfse Bestticken und
Positionieren der elektronischen Komponenten in Maschinen erfolgen kann, die fiir die Be-
und Verarbeitung von grofiflichigen Nutzen ausgerichtet sind, und tiblicherweise beim Lei-

terplattenherstellungsprozess Verwendung finden.

Bevorzugt wird hierbei dergestalt vorgegangen, dass jeweils zumindest eine Positionsmarke
fiir jeweils eine Leiterplatte auf dem gemeinsamen Nutzen erfasst wird, so dass die tatsdch-
lich beim Einbau in den Fahrzeugscheinwerfer fiir die Positionierung der Leiterplatte im
Fahrzeugscheinwerfer relevante Positionsmarke bzw. der relevante Randabschnitt der Lei-
terplatte fiir die exakte Positionierung der zumindest einen elektronischen Komponente her-

angezogen wird.
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Wie bereits oben im Zusammenhang mit dem erfindungsgemafien Vorgehen bei einer ein-
zelnen Leiterplatte beschrieben, kann auch bei der Bearbeitung von Leiterplatten auf einem
gemeinsamen Nutzen dergestalt vorgegangen werden, dass eine Mehrzahl von Positions-
marken fiir eine zu positionierende Komponente fiir jeweils eine Leiterplatte auf dem ge-
meinsamen Nutzen erfasst und zur Erstellung eines Datensatzes mit einer Besttickungsposi-
tion fiir die Komponente herangezogen wird, wie dies einer bevorzugten Ausftihrungsform

der vorliegenden Erfindung entspricht.

Wie ebenfalls bereits weiter oben mehrfach erldutert, wird das erfindungsgemaifse Verfahren
besonders zweckmifiig zur Herstellung von Fahrzeugscheinwerfern angewendet, sodass das
erfindungsgemafse Verfahren bevorzugt dahingehend weitergebildet ist, dass die elektroni-
sche Komponente ausgewahlt ist aus der Gruppe bestehend aus einer SMD-Komponente,
einer LED, einer Laserdiode und einer Photodiode. Eine SMD-Komponente ist dem Fach-

mann auch als SMD bekannt (SMD = Surface Mounted Device).

Da in einer Produktionsstrafie fiir Leiterplatten tiblicherweise die bearbeitenden Werkzeuge
auf nur einer Seite der Leiterplatte, die durch die Produktionsstrafie lduft, angeordnet sind,
wird auch im erfindungsgeméfsen Verfahren die optische Erfassung von jener Seite aus
durchgefiihrt, auf der mit den genannten Werkzeugen Leiterziige und elektronische Kom-
ponenten auf die Leiterplatte aufgebracht werden. Dies bedeutet mit anderen Worten, dass
das erfindungsgemdifle Verfahren bevorzugt dahingehend weitergebildet ist, dass die erste
Seite der Leiterplatte jene Seite der Leiterplatte ist, auf der die zumindest eine elektronische

Komponente positioniert wird.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines in der Zeichnung schematisch dargestellten

Ausfiihrungsbeispiels naher erlautert. In dieser zeigen

Fig. 1 eine schematische Draufsicht auf eine Leiterplatte mit einer Mehrzahl von elektroni-
schen Komponenten sowie einer Mehrzahl von denkbaren Randabschnitten, die als Positi-
onsmarken zur Durchfiihrung des erfindungsgemifien Verfahrens herangezogen werden

konnen,

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines Abschnitts einer Produktionsstrafle zur Durchfiih-

rung des erfindungsgeméfsen Verfahrens, sowie
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Fig. 3 ein Fliefsschema des erfindungsgeméfsen Verfahrens.

In Fig. 1 ist mit dem Bezugszeichen 1 eine Leiterplatte bezeichnet. Die Leiterplatte 1 weist
eine Vielzahl von Leiterbahnen 2 sowie eine Mehrzahl von elektronischen Komponenten 3
auf, wobei die Leiterbahnen 2, die elektronischen Komponenten 3 mit einem Konnektorbe-
reich 4 verbinden, welcher wiederum an eine nicht dargestellte Elektrik eines Fahrzeugs an-
geschlossen ist. Die Leiterplatte 1 kann nun eine Vielzahl von Positionsmarken aufweisen,
wobei die Positionsmarken erfindungsgeméfs von einem Randabschnitt der Leiterplatte ge-
bildet sind, der zum Zusammenwirken mit mechanischen Positionierungsmitteln ftir die
Leiterplatte am Fahrzeugscheinwerfer vorgesehen ist. Somit koénnen das Loch 5, das Lang-
loch 6, die Kerbe 7 sowie die Einbuchtungen 8, 8’, 8 Randabschnitte der Leiterplatte ausbil-
den. Zur Verdeutlichung der Erfindung sind im Beispiel geméfs der Fig. 1 eine Vielzahl der-
artiger Randabschnitte angegeben. Es ist jedoch offensichtlich, dass zur Realisierung des
erfindungsgemifien Verfahrens weniger oder mehr solcher Randabschnitte sowie anders
ausgeformte Randabschnitte als Positionsmarken herangezogen werden kénnen, solange sie
nur bei der Festlegung der Leiterplatte 1 mit entsprechenden mechanischen Positionie-
rungsmitteln fiir die Leiterplatte am Fahrzeugscheinwerfer zusammenwirken. In Fig. 1 sind
beispielhaft ein Zapfen 15 sowie ein Anschlag 9 im Schnitt dargestellt, wobei der Zapfen 15
sowie der Anschlag 9 beispielsweise einstiickig mit einem nicht niher dargestellten Kiihl-
korper 10 eines Fahrzeugscheinwerfers ausgebildet sein kénnen. Alternativ wére es auch
denkbar, dass eine nicht dargestellte Schraube beispielsweise mit dem Loch 5 bzw. dem
Langloch 6 zusammenwirkt, woftir im Kiihlkrper 10 eine entsprechende Gewindedffnung
11 vorgesehen ist. Erfindungsgemaifs werden nun die Randabschnitte des Loches 5, des Lang-
loches 6, der Kerbe 7 und/oder der Einbuchtungen 8, 8§, 8 erfasst und die Positionen der

einzelnen Komponenten beztiglich dieser Randabschnitte definiert.

In Fig. 2 ist zur optischen Erfassung beispielsweise der Randabschnitt des Loches 5 sowie
des Langloches 6 eine Kamera 12 vorgesehen, wobei zur Erhthung des Kontrastes an den
Randabschnitten die Leiterplatte 1 von der zweiten Seite, welcher der ersten Seite gegen-
tiberliegt, beleuchtet wird. Das Licht tritt durch die Ausnehmungen, die die Randabschnitte
bilden, hindurch, so dass die Kamera optimale Kontrastwerte zwischen dem hindurchtre-
tenden Licht und dem durch die Leiterplatte abgeschirmten Licht zur Erfassung der Randab-
schnitte der Leiterplatte zur Verftigung gestellt bekommt.
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Im Detail A der Fig. 2 ist zum einen dargestellt, dass die R&nder bzw. die Randabschnitte der
Leiterplatte keineswegs ideal verlaufen sondern Ungenauigkeiten, Rauheiten und Aus-
fransungen aufweisen kOnnen, sodass, parallel gerichtetes Licht, welches durch die Schar
von Pfeilen 13 symbolisiert wird, besonders vorteilhaft eingesetzt werden kann, um den tat-

sachlich zur Wirkung gelangenden Rand des Randabschnitts der Leiterplatte zuverlassig zu

erfassen. Das parallel gerichtete Licht wird in einer ProduktionsstralRe durch den Einsatz

eines Kollimators 14 erhalten.

In Fig. 3 ist nochmals der Verfahrensablauf dargestellt. Zur Positionierung der elektroni-

schen Komponenten bzw. der LEDs oder Laserdioden erfolgt eine optische Erfassung der

Positionsmarken der Leiterplatte, wobei diese Positionsmarken erfindungsgemafl Randab-
schnitte der Leiterplatte sind, die fir das Zusammenwirken mit mechanischen Positionie-
rungsmitteln flr die des zumindest einem Randabschnitts wird ein Datensatz mit einer Be-
stlckungsposition flr die Komponente erstellt und der Datensatz wird an eine Bestu-
ckungsmaschine weitergegeben bzw. dieser zur Verflgung gestellt. Eine Bestlckungsma-

schine kann eine Vielzahl von Bestlickerstationen umfassen. Am Ende des Verfahrens erfolgt

eine Ausgangskontrolle in Form von automatischer optischer Inspektion (AOI).
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PATENTANSPRUCHE

1.  Verfahren zur Positionierung zumindest einer elektronischen Komponente (3) auf ei-
ner Leiterplatte (1) zum Einbau in einen Fahrzeugscheinwerfer, bei welchem die Positionie-
rung der zumindest einen elektronischen Komponente (3) relativ zu zumindest einer Positi-
onsmarke auf der Leiterplatte (1) erfolgt, wobei die zumindest eine Positionsmarke optisch
erfasst wird, dadurch gekennzeichnet, dass als die zumindest eine Positionsmarke ein fiir
das Zusammenwirken mit mechanischen Positionierungsmitteln (9, 15)ftir die Leiterplatte
(1) am Fahrzeugscheinwerfer vorgesehener Randabschnitt (6, 7, 8, 8, 8”) der Leiterplatte

herangezogen wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der zumindest eine Rand-
abschnitt (6, 7, 8, 8, 8”) von einer ersten Seite der Leiterplatte (1) insbesondere mit einer Ka-
mera (12) optisch erfasst wird und anhand von Positionsdaten des zumindest einen Randab-
schnitts (6, 7, 8, 8, 8”) ein Datensatz mit einer Bestiickungsposition fiir die zumindest eine
Komponente (3) erstellt und einer Besttickungsmaschine fiir elektronische Komponenten (3)

zur Verfligung gestellt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Leiterplatte (1=)

von einer zweiten, der ersten Seite gegentiberliegenden Seite beleuchtet wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Beleuchten mit paral-

lelgerichtetem Licht (13) erfolgt.

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass eine

Mehrzahl von Positionsmarken einer Leiterplatte (1) erfasst wird.

6.  Verfahren nach einem der Ansprtiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere
Leiterplatten (1) auf einem gemeinsamen Nutzen hergestellt werden und das Erfassen der
zumindest einen Positionsmarke erfolgt, wenn die Leiterplatten (1) noch nicht voneinander

getrennt sind.
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7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass jeweils zumindest eine Po-

sitionsmarke fiir jeweils eine Leiterplatte (1) auf dem gemeinsamen Nutzen erfasst wird.

8.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass eine Mehrzahl von Positi-
onsmarken fiir eine zu positionierende Komponente (3) fiir jeweils eine Leiterplatte auf dem
gemeinsamen Nutzen erfasst und zur Erstellung eines Datensatzes mit einer Besttickungspo-

sition fiir die Komponente (3) herangezogen wird.

9.  Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die elekt-
ronische Komponente (3) ausgewdhlt ist aus der Gruppe bestehend aus einer SMD-

Komponente, einer LED, einer Laserdiode und einer Photodiode.

10. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
Seite der Leiterplatte (1) jene Seite der Leiterplatte ist, auf der die zumindest eine elektroni-

sche Komponente (3) positioniert wird.

11.  Leiterplatte hergestellt nach dem Verfahren geméfs einem der Ansprtiche 1 bis 10.
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